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真空ホットプレス装置仕様書 

1.概要 

本装置は真空および不活性ガス雰囲気中で,試料をＭｏヒ－タ－にて均一に加熱し, 

各種熱処理を行うと同時にサーボプレスにより 50ＫＮまでの加圧処理を可能にした 

多目的実用炉であり,特に加圧の平行度が出せる事が特長である。 

従って,拡散接合にも最適である。 

本装置には次の各機構が付属しています。 

１）高真空排気機構 

２）スロー排気機構 

３）サ－ボプレス加圧処理機構 

４）不活性ガス雰囲気導入機構 

５）温度プログラム制御機構 

２.主仕様 

１）装置型式    ：ＰＲＥＳＳ－ＶＡＣ－２ＳＳ型 

２）真空度     ：到達 10－４Ｐａ（常温,空積脱ガス完了後） 

：常用 10－３Ｐａ 

３）排気時間    ：大気圧→10－３Ｐａ／30ｍｉｎ（常温,空積） 

４）排気系     ：80Ａ（3インチ）油拡散ポンプ排気系, 

液体トラップ付 

５）許容リ－ク量  ：1×10－２Ｐａ・Ｌ／ｓｅｃ以下 

６）温度      ：最高 1300℃（真空中,空積）※真空炉として使用 

常用 1200℃（真空中）※真空炉として使用 

常用温度 1000℃（真空中）※プレス（治具含む）として使用 

７）有効均熱部   ：□100×100ℓ（プレス治具なし,真空,空積） 

８）均熱部温度   ：1200℃±10℃（プレス治具なし,真空,空積） 

９）加熱方式    ：抵抗加熱方式（プログラム設定に依る自動昇降温） 

１０）加熱温度    ：最大 10℃／ｍｉｎ 

１１）加熱ヒ－タ－  ：Ｍｏ線コイルヒ－タ－（単相） 

１２）温度制御    ：熱電対検知によるＰＩＤ制御 

１３）プレス     ：高精度ワイドレンジサ－ボプレス 

１４）プレス能力   ：12.5ＫＮ～50ＫＮ（1.25～5.0ＴＯＮ） 

１５）プレスロッド径 ：φ25～φ40（カーボン製） 

１６）プレスストロ－ク：100ｍｍ 

１７）プレス速度   ：20ｍｍ／ｓｅｃ 

１８）冷却方式    ：自然冷却及びガス導入冷却 

１９）雰囲気     ：高真空,不活性ガス（Ａｒ） 

２０）炉内雰囲気ガス圧：使用雰囲気ガス圧 0.01ＭＰａ～0.03ＭＰａ以下 

２１）導入ガス量   ：ＭＡＸ 10Ｌ／ｍｉｎ（流量計経由） 
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２２）記録      ：ペーパ－レス記録計 

ＣＨ1温度制御 ＣＨ6真空度（ＣＨ2～ＣＨ5空き） 

２３）試料装着    ：前扉開閉式 

２４）運転操作方式  ：手動操作 

２５）作業サイクル  ：1日 1回程度 

２６）安全対策    ：ＤＰ断水,電極断水,サ－ボプレス異常, 

過昇温,ガス圧対策用安全弁 

２７）装置寸法    ：約Ｗ1100×Ｄ800×Ｈ2250 

２８）重量      ：約 500ｋｇ 

 

３.ユーテイリテイー 

１）電気      ：（装置本体）容量 φ3 ＡＣ200Ｖ 50／60Ｈｚ 20.8ＫＶＡ（60Ａ） 

                 接続 架台内ブレ－カ－の 1次側端子（Ｍ6） 

２）冷却水     ：水圧 常用約 0.1～0.3ＭＰａ 

水量 常用約 25ℓ／ｍｉｎ以上 

水温 常用 15～25℃以内 

接続 給水口 Ｒｐ3/4（ＰＦ3/4メネジ） 

排水口 Ｒｐ3/4（ＰＦ3/4メネジ） 

３）ガス圧     ：ガス圧 常用約 0.03～0.1ＭＰａ（Ａｒ） 

流量 最大 10ℓ／ｍｉｎ 

常用 3ℓ／ｍｉｎ 

接続 供給口 Ｒｐ1/4（ＰＦ1/4メネジ） 

排出口 Ｒｐ1/4（ＰＦ1/4メネジ） 

４）排気      ：接続口 オイルミストトラップ 排気口 Ｒ1（ＰＦ1オネジ） 

 

※チラ－は 4.9ＫＷを推奨致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


